
臺南市樹木移植施工要領 

一、 準備工作 

（一） 施工前應提出施工計畫，內容需包含本規範所用材料或產品

之監測，施工期原則上應符合植栽移植適期（詳見附錄），並

於施工及養護期間確實執行之。 

（二） 移植前處理 

1、修枝 

（1）喬木之枯萎枝、病蟲害枝、徒長枝及蔓藤均應予剪除，

樹冠應配合樹型作適當之整枝。樹冠修剪幅度以少於 1/3

為原則，並以保留結構枝為主進行修剪，若有施工上窒礙

難行之處，承包廠商得向主辦機關提出申請，由主辦機關

邀集專家學者共同討論確認處理方式。針葉系及闊葉系樹

種的修剪，其枝梢末端應留有葉簇，不可呈裸枝狀態；落

葉性樹種，在作業期間，如果正逢休眠期間呈現落葉後而

尚未萌芽的情況時，可以進行樹形調整的修剪或不做修

剪。 



圖一 樹冠修剪幅度以少於 1/3為原則，並以保留結構枝為主進行修 

剪 

 

（2）修剪時要在脊線到領環外的位置下刀。 

 

圖二 喬木環枝組織 



 

圖三 側枝環枝組織修剪位置 

 

2、斷根及養根處理 

（1）斷根次數應依植栽特性而做彈性調整，原則上米高直 

徑≦10㎝者可不進行斷根，得以一次直接移植施作；10 

㎝＜米高直徑≦30㎝者應一次斷根；30㎝≦米高直徑者 

應二次斷根，根部經斷根後，傷口癒合至明顯新根長出約 

需 30-60天，所以最後一次斷根後應間隔等待鬚根長出， 

根系恢復生長後再行挖掘。 

（2）斷根前需確定根球之大小，以能保存最大根系範圍為 

原則。其中，深根性植栽根球部挖掘的形狀應為倒卵型， 

大小約為幹基部幹頭直徑≧3倍；中根性植栽根球部挖掘 

的形狀為應正圓型，大小約為幹基部幹頭直徑≧4倍；深 



根性植栽根球部挖掘的形狀應為圓扁型，大小約為幹基部 

幹頭直徑≧5倍。 

（3）斷根時將預留根球的範圍畫在地面上，分出數次斷根

之部位，在本次斷根部鏟出一條約 200㎜以上寬度之環

溝，深度視根系的深淺而定，露出的根剪斷或做環狀剝皮。 

（4）斷根作業後，該環狀溝內以砂質壤土拌合腐熟堆肥進 

行回填以利新根生長，並設立支架避免樹木傾倒；於斷根 

部位得使用消毒藥劑或促進發根的植物生長激素，進行灌 

注或噴佈或塗佈處理以促進新根生長，亦可配合進行植栽 

的補償修剪作業以減少植物水份的失散，所挖掘出的既存 

土壤，則可就現場位置整地平順。 

（5）樹木移植如因時間上不許可而只能行一次斷根時，應留 

2 ~ 3條大側根及 1 ~ 2 條主根，作機械性之支持作用， 

其餘可切斷或環狀剝皮。 

（6）斷根處理時，其所使用之工具必須鋒利，務使傷口平整， 

以助癒合組織之形成並快速長出新根。 

（7）斷根過程如為截取規定大小之根球而需破壞既有人行道 

鋪面時，應事先向道路管理單位申請同意後施行。斷根期 

間承包商應保持開挖路面之平整，移植後應將所破壞之鋪 



面復原，並依規定填平樹穴。 

 

 

圖四 球根挖掘範圍 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（三） 定植前之準備 

1、植栽保護材料 

喬木保護材料：麻繩、麻布、PE.或 OP.保鮮膜等軟性材

料。 

支柱：桂竹或杉木三支組立方式，其長度應近於植栽全高

度的 1/2，有腐蛀、彎曲或過分裂劈者不得使用。 

2、栽培介質：應配合植栽生育特性以選擇介質。 

GL.

米高直徑≦10公分者可不進行斷根
米高直徑＞10公分≦30公分以下者得施行斷根一次
米高直徑＞30公分以上者需施行斷根二次
每次斷根間隔時間及斷根後距離定植日期亦須間隔至少達90天
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每次進行「環狀剝皮斷根」作業後～
需以砂質壤土進行回填以利新根生長

【「環狀剝皮斷根作業」放大詳圖】
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須有等同『挖掘範圍半徑的深度」為最少限度

「預定挖掘根球部範圍」～
應以「幹基部」直徑取至少3～5倍為半徑為宜

【「斷根作業」平面詳圖】

【「斷根作業」立剖面圖】

圖五  斷根處置「環狀剝皮法」作業詳圖 



3、放樣整地：放樣應注意平面位置與立面高程標定；整地 

應將表土挖鬆並清除妨害生長的雜物至植栽適植深度。依 

圖說維持排水坡度，植穴開挖後之表面應予挖鬆以利排 

水，種植前並應先測試排水狀況，以避免積水而影響植栽 

生長。 

4、植穴挖掘： 

（1）植穴寬度應大於植栽根球部直徑之 2倍、挖掘深度應大 

於植栽根球部高度之 1.3倍，植株間距應 8公尺以上。 

（2）植穴開挖後之表面應予挖鬆以利排水，種植前並應先測 

試排水狀況。植穴灌滿水後 24小時應予檢驗，如水未完 

全排放，應予改善後再進行次步作業。 

（3）植穴壁應縱直，穴底平坦為標準，切忌挖成不規則形狀， 

並應保留挖起之表土，以便日後回填。 

（4）如使用客土改良土壤，則客土應取自排水良好砂質壤土， 

土壤 PH値在 5-7.5範圍內，富含有機質，且不能含有底 

土、礦渣、粘土、石塊、結塊之泥土、活的植物、根、樹 

枝、有害雜草及其他外來物質，並且不能為泥濘狀態。並 

可均勻混入有機質或其他土壤改良劑。 



 

圖六 植穴挖掘寬度與深度 

 

5、土壤改良：若移植地點土壤較為貧瘠，可在植穴底部以緩 

效性肥料拌合土壤作為土壤改良，若移植地點土壤透水性 

較差則宜以改善土壤構性如混入砂土為佳。 

 

 

 

 

 



二、 施工方法 

（一） 移植過程 

1、挖掘：移植植物之挖掘範圍應比原斷根範圍略大以保護 

新形成之根群，挖掘過程可參考圖七。挖掘過程得採用機 

械輔助而後以人力修整土球，惟遇粗根時應鋸斷不得硬 

剷，並保持切口平整，並注意不可使土球遭受破損或鬆裂 

而破壞根群。 

 

圖七 斷根挖掘流程 



2、土球之包紮：喬木吊運前應先將土球使用麻布或遮光網 

包裹，再用草繩以樹幹為起點，從上往下繞到土球底部沿 

溝底再由另一面到土球上面，再繞樹幹順時針方向纏繞打 

包，草繩纏繞時應隨繞隨收緊並排好理順，最後斜拉綁 

緊，一般以八爪對角綁法為標準，以充分確保根球不至鬆 

脫，損傷根系。 

 

圖八 綁紮固定根球部實況 

 

3、樹身之保護：喬木吊運前，其主幹得以前述之包裹材 

料自基部捆紮至最低之分枝處以上 15㎝，並應力求整 

齊、美觀。吊運繩索綑綁處，應以較厚的軟性物質包 

裹、保護，以免搬運中受損。凡吊運前未包紮妥當以 



致植栽受損者，一律不予計價。 

4、運輸與裝卸 

（1）樹木放置妥當之後，無論距離長短，均應以繩索 

固定良好，並於樹木週遭放置緩衝物避免運輸途中 

受損。 

（2）長距離運輸宜用網布覆蓋，防止強風、烈日危害。 

 

（二） 定植過程 

1、將挖好之植穴底部先鋪放一層腐熟之有機質堆肥與土壤 

之混合介質使之成饅頭形，並稍微加以壓實以固持根球。 

2、種植時應將土球綑綁及包裹之物完全拆除，樹體植入植 

栽穴時應拍照，供未來查驗確認有去除土球包裝袋，用吊 

車將樹木小心輕放入植穴中，除棕梠類之植物根球可略低 

於地表外，其他喬木之根球約 1/4應露出地表，然後再填 

土至與鄰近面齊平。 



 

圖九 移植植栽定植流程 

3、為利於根部組織新生順利及萌發成長，可將根球部各根 

系末端斷折或乾枯不良處，貼齊表面剪削使切口平整。 

4、栽植後應立即充分澆水，待水分被吸入土壤後，再添加 

栽培介質，至鄰近地表下 5㎝時即停止壓實，再填滿疏鬆 

的栽培介質，並於約植穴大小之地表周圍築一蓄水環溝。 

 

圖十 定植後澆水並築蓄水環 

 



（三） 種植後之立枝架及保護措施 

1、植栽定植後，應依圖說規定配設支架；如未經規定，支 

架綁紮固定位置應於植栽全高度的 1/3以上位置。 

2、植栽外部包裹保護材料及支架於植栽成活無虞（萌芽成 

葉）後，應立即拆除。 

 

三、 檢驗 

  估驗與驗收：於植栽移植完成時，由承包商提出申請驗收， 

驗收時應附竣工圖，圖內包含植株位置、數量、規格等資料。 

四、 驗收後植栽保固與維護 

（一） 維護工作應於施工完成後即日開始。養護期（保活期），除另 

有規定外，應自本標工程完工、驗收合格日次日起計 6個月。 

（二） 施作完成後，承包商應負責植栽之管理維護，維護工作內容 

包含澆水、 除草、修剪、支架調整、補植、病蟲害防治、施

追肥、天災損害後搶救、廢棄物運清等項目。 

（三） 明定申請單位辦理樹木移植成活率須達 80%以上，成活率未達

80%以上者、申請單位須補足原樹種、規格之樹木。 

（四） 維護工作、養護作業所產生之廢棄物應自行予以運棄處理，

不得堆置於現場，以利市容景觀。 



（五） 如有樹木移植疏失至損害民眾權益者，應負國家賠償責任。 

五、 清理 

 植栽區如因栽種作業而受損，應將該區復原，並應清除區內

之碎片、損壞之木樁及剪下之枝葉。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



附錄一 



 


